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概述 

XY-MBA56A 模块是基于翱捷科技股份有限公司的 ASR5601C 芯片设计，ASR5601 是一款高度集

成 BLE 5.1 SoC 单芯片解决方案，集成了低功耗、高性能射频收发器、ARM®CortexM0+处理器、DCDC

电源管理模块、模拟音频输入通路及丰富的外设。它主要应用于智能穿戴式设备、便携式医疗设备、

运动健身设备、智慧家庭、消费电子、工业控制等，可满足低功耗、低时延、近距离无线数据通信的

要求。XY-MBA56A 透传模块可以让开发者无须了解低功耗蓝牙协议，直接使用类似串口通信方式、

开发支持低功耗蓝牙通信的智能产品。为方便初期调试/评估，新一信息为开发者提供了 IOS/Android 端

配合串口透传模块使用的应用程序 “蓝牙调试工具”，具体使用方法参见《快速入门手册》。 

本文档是 XY-MBA56A 透传模块的硬件说明文档，包括模块的机械尺寸、引脚说明、布板参考、

电气特性及生产注意事项。 

XY-MBA56A 引脚说明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 1-模块引脚图 

XY-MBA56A 引脚定义 

模块 

引脚 

序号 

模块脚

位名称 

芯片 

脚位 

名称 

输入/

输出 
功能说明 

Pin1 ANT ANT - 外置天线引脚 

Pin2 GND GND - 模块地 GND  

Pin3 IO1 P28 I/O 保留 

Pin4 IO2 P29 I/O 保留 

Pin5 IO3 P08 I/O 保留 

Pin6 IO4 P09 I/O 保留 

Pin7 I05 P10 I/O 保留 

Pin8 IO6 P03 I/O 保留 
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Pin9 IO7 P02 I/O 保留 

Pin10 VCC VCC - 模块电源引脚 3.3V 

Pin11 GND GND - 模块地 GND 

Pin12 
烧录串

口 RX 
P05/RX I/O 烧录串口 RX 

Pin13 
烧录串

口 TX 
P04/TX I/O 烧录串口 TX 

Pin14 
复位引

脚 
RST I 模块复位，低电平有效 

Pin15 
烧录使

能引脚 
SEL0 I 烧录使能引脚,低电平有效 

Pin16 IO8 P07 I/O 保留 

Pin17 IO9 P06 I/O 保留 

Pin18 IO10 P01 I/O 保留 

PCB 封装尺寸（四层板工艺） 

模块为邮票半孔封装，如图 2 为模块尺寸。 

 

图 2-模块尺寸图 
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电气特性 

绝对最大额定值 

参数 最小值 最大值 单位 

存储温度 -40 125 ℃ 

VDD -0.3 3.9 V 

其它管脚 -0.2 VDD+0.3≤3.9 V 

推荐运行条件 

参数 最小值 推荐值 最大值 单位 

存储温度 -40 － 85 ℃ 

VDD 2 3.3 3.6 V 

 

 

 

 

 

 

模块布局参考建议 

             图 3-模块布局参考示意图 

 

 模块天线远离其他电路，下方不走线、不铺铜。 

 用户最终产品外壳靠近天线部分不能采用金属材质(包括含金属颗粒涂料的喷涂)。 

 模块的接入电源建议使用磁珠进行隔离。 

 请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动。 

 器件接地要良好，减少寄生电感。 
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贴片生产注意事项 

用户批量贴片时，回流焊温度不要超过 245℃，请参考图 4 稳定曲线曲线。 

 

图 4-部件的焊接耐热性温度曲线(焊接点） 
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